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Abstract (en)
An antenna comprises a first dielectric layer (D1) including on one side an earth-plane (PM1), and on the other a first conductive slab (P1) of
chosen shape. A second dielectric layer (D2) surmounts the first on the first slab side, and supports, on the other side, facing the first slab, a second
conductive slab (P2) of chosen shape. A third dielectric layer (DR) surmounts the second. The second slab (P2) is of smaller size than that of
the first slab (P1), and this first slab (P1) is fed from the bottom, at at least one chosen point (FR1) situated between its centre and its periphery.
Advantageously, the first slab (P1) is connected to a run-through (TR1) of the first-plane joining up with a feed circuit (DL1, DL2) implanted in the
dielectric substrate of three-plate structure (SDH, SDB). <IMAGE>

Abstract (fr)
Une antenne comprend une première couche diélectrique (D1) comportant d'un côté un plan-masse (PM1), et de l'autre un premier pavé conducteur
(P1) de forme choisie. Une seconde couche diélectrique (D2) surmonte la première du côté du premier pavé, et supporte de l'autre côté, en regard
du premier pavé, un second pavé conducteur (P2) de forme choisie. Une troisième couche diélectrique (DR) surmonte la seconde. Le second
pavé (P2) est de taille inférieure à celle du premier pavé (P1), et ce premier pavé (P1) est alimenté par le bas, en au moins un point choisi (FR1),
situé entre son centre et sa périphérie. Avantageusement, le premier pavé (P1) est relié à une traversée (TR1) du plan-masse rejoignant un circuit
d'alimentation (DL1, DL2) implanté dans un substrat diélectrique de structure tri-plaque (SDH, SDB). <IMAGE>
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